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SUSS auf einen Blick % suss

» Hidden Champion mit Hauptsitz in Deutschland und einer
75-jahrigen Erfolgsgeschichte in Bezug auf Innovation und
Wachstum

» Schlusselanbieter von Technologien fur das Frontend und
Advanced Backend der Halbleiterbranche

* Globale Kundenbasis mit > 75% Umsatzanteil in Asien

» Strategischer Partner flr weltweit tatige Halbleiterhersteller
(IDMs) und Auftragsfertiger (Foundries)

 Innovator mit gut ausgebautem Netzwerk zu renommierten
Forschungsinstituten und Universitaten

SUSS ist Teil unseres digitalen Lebens!




SUSS auf einen Blick & suss

Das Unter- X [otwetmenras
nehmen

Systeme Systeme
in Zahlen YR
‘ﬁ in Millionen €

-‘ 4237 T
-. in Millionen € GJ 2024

|
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l E ~1.500 BEESANEYINEGAL
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Umsatz im
GJ 2024

Mitarbeitende

Nordamerika




Meilensteine unserer Unternehmensgeschichte <y suss

&% SUSS

1949 1990 2010 2020 2024

Grindung der Karl Start der Serien- Integration von Be- Eréffnung des zweiten Aufnahme des Inkjet- Relaunch der Marke
Suss KG in Midnchen produktion von schichtungssystemen deutschen Standorts Drucks ins Leistungs- als SUSS
Wafer-Bondern durch Akquisition von in Sternenfels nach portfolio durch Uber-
Fairchild Technologies Ubernahme von nahme von PiXDRO
Hamatech APE

| %,

m‘

Entwicklung des Borsengang an der Umbenennung des Erganzung der Laserpro- Er6ffnung des asiati-

weltweit ersten Mask- Frankfurter Borse Unternehmens in zessierungstechnologie schen Produktions-

Aligners SUSS MJB3 SUSS MicroTec nach Akquisition von standorts in Hsinchu/
Tamarack Scientific Taiwan

I Meilensteine des Unternehmens Meilensteine der Technologie
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Vorstand

CFO
Dr. Cornelia BallwieRer

« Finanzen und Controlling
* Recht und Compliance
* Risikomanagement

* Investor Relations

o IT

« ESG

CEO
Burkhardt Frick

Vertrieb und Service
Strategie

HR

Interne Revision

Business Units:
Advanced Backend Solutions,
Photomask Solutions

Dr. Thomas Rohe

R&D

Einkauf

Produktion

Logistik
Qualitatsmanagement
Produkt-Center
Facility Management

&5 SuUss
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Unsere zwei Geschaftsbereiche, 4 suss

mit vollem Fokus auf die Halbleiterbranche

Frontend Advanced Backend

Bereiche Photomask Solutions Advanced Backend Solutions

Produkte Photomask Equipment Imaging Coating Bonding
VSSUS ‘(
Mask Aligner =
MA20I0/300 XBC300

Projection

MaskTrack X ﬂll B . Scanner ACS300
i DSC300
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Unsere Kernkompetenz liegt darin, lithografische Fotomasken

und Wafer zu prozessieren

/7 Light Source Photomask

Template patterns to be transfered

onto wafer
Photomask

Circuit pattern

‘\ T TIFTITFITTIIS

Glass substrate

Mask set

Legacy nodes : 20-30 masks
Wafer Advanced nodes : over 60 masks

Source: Morgan Stanley Research

&5 sSuUss

A single chip requires
dozens of different
masks to be fabricated
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Advanced Backend Solutions & suss

Portfolio-Highlights — Imaging Systems

PROJEKTIONS-
SCANNER

MASK
ALIGNER

Mit uber 60 Jahren Inno-
vationserfahrung bietet
SUSS erstklassige
Belichtungslosungen
vom Labor bis zur
Grol3serienproduktion.

MASK
ALIGNER

MASK
ALIGNER

MA200 Gen3 MA300 Gen3
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Advanced Backend Solutions & suss

Portfolio-Highlights — Coating Systems

BELACKER/
" ENTWICKLER

BELACKER/
ENTWICKLER

SUSS ermoglicht die Aus-
wahl zwischen Losungen
fur Rotationsbeschichtung,
Spruhbelackung oder
Tintenstrahldruck — ganz
nach Anwendungsbedarf.

BELACKER/
TINTENSTRAHL-
DRUCKER

- BELACKER/
ENTWICKLER

o = e
y dl
: i.ll
! W

="
| =l
—

]

ACS200 Gen3 TE -
JETXx
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Advanced Backend Solutions & suss
Portfolio-Highlights — Bonding Systems

PERMANENT-
WAFER-
BONDEN

HYBRID-
WAFER-
BONDEN

SUSS ist Marktfuhrer fur
Temporar-Bond- und
Debondlosungen. Anla-
gen fur das Permanent-
: : und Hybridbonden
a2 erganzen das Portfolio.

TEMPORAR-
WAFER-
DEBONDEN

TEMPORAR-
WAFER-
BONDEN
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Photomask Solutions
Portfolio-Highlights

o - L
.00... .i

Bake
Entwicklung
Kl-Analyse

MaskTrack Smart BD

Reinigung
Stripping
Entwicklung

&5 SuUss

Reinigung
Stripping
Entwicklung

Wir bieten Fotomasken-
|osungen vom Labor bis zur

=T Grof3serienproduktion —
fi -” skalierbare Losungen, die die
E nachsten Technologieknoten
ASx Series unterstutzen konnen.

Reinigung
Entfernung

des Pellikel-
klebers

Stripping
Bake / Ent-
wicklung .

MaskTrack X GB MaskTrack PRO / X
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Wir sind ein Weltkonzern mit lokaler Prasenz

L e

Hsinchu/Zhubei (Taiwan)

:

Sternenfels (Deutschland) Garching (HQ, Deutschland)

B (HQ) Deutschland Standorte [l Vertriebspartner
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Nordamerika
B USA

Europa

B (HQ) Deutschland

B Vereinigtes Konigreich
B Niederlande

B Frankreich

Asien

B Japan
B Korea
B China
B Taiwan
B Singapur
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Marktuberblick
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Al

Technologietrends,
beschleunigt durch Ki,

basieren auf Halbleitern

und treiben das schnelle Wachstum
im Halbleiter-Okosystem voran

Trendauswahl — nicht vollstandig

Mobilitat Soziales

=

Software-
definierte
Fahrzeuge

=
\i/

Autonomes
Fahren

s

Elektromobilitat

g

Elektrifizierung/
Okostrom

oo

Internet der
Dinge

&

Industrielle
Automatisierung

¥

Edge (KI-)
Computer

Wirtschaft
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Kl-gestiitzte, langfristige Trends treiben die Halbleiterbranche bis zu & suss

einer MarktgroRe von 1 Billion US-Dollar im Jahr 2030 voran

Prognose fiur den Umsatz mit Marktsegment Wachstumstreiber
Halbleitern (in Mrd. €) & Treiber Ve : : ! Haupttreiber
2 2 . fliir Wachstum
Autonomes Fahren
( 21Billion$ ) Computer &
Daten- Industrielle Automatisierung / Internet der Dinge
speicherung Metaverse (AR/VR)
Kommunikation a Hyperkonnektivitat — 6G
621
Konsumenten- %2 Metaverse (AR/VR)
2024 2030 i . .
markte @Y Wearables fiir das Gesundheitswesen

1 Basierend auf US-Dollar-Werten; 2 CAGR = Compound Annual Growth Rate = durchschnittliche jahrliche Wachstumsrate
Quellen: SUSS Recherche; MarktgroRe basierend auf Yole (2025); Hinweis: USD/EUR Wechselkurs-Kalkulationsbasis = 1.18, USD/EUR 2024 Wechselkurs = 1.08
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Steigende Anforderungen verwischen die Grenzen zwischen Frontend & SUsS

und Backend, was in unserer Business Unit-Strategie verankert ist

4 Y A
Frontend Backend
Reduzierung der Technologieknoten: Moore’s Law Advanced Packaging: Entwicklung und breite
setzt sich fort, wobei die Knoten in Richtung Angstrém- Einfuhrung heterogener Chiplet-Technologie
Ara schrumpfen

Hohere Genauigkeit und Sauberkeit fuhren
Kundenanforderungen naher an Frontend-
Standards heran

Effiziente und umweltfreundliche Prozesse:

Steigende Kundennachfrage nach reduziertem Materialverbrauch und umweltfreundlichen Materialien
\_ A J

Photomask , .
Solutions Photomask Cleaning, Bake & Develop Wafer Cleaning
ég;,uat?:r?g Backend Bonding, Coating & Imaging
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2.5/3D Chiplet Technologie | SUSS ist gut positioniert, um von der
hohen Dynamik im Bereich der 2.5D- und 3D-Entwicklung zu profitieren

Temporary  HBM: Strukturelle
Bonding Unterstutzung beim Dinnen
. « HBM: Stapeln der DRAMs'
Hybrid g
) « CPO: Stapeln der PIC & EIC'
Bond|ng System on Integrated
« SolC: E.g., Logic-on-Logic' Chips (SolC)
Inkjet-/ « TIV: Lithografie
Spin Coating « RDL: Lithografie'

Redistribution
Layel" (RDL) I AR RRLL

UV-Scanner « TIV: Lithografie

(Exposure) « RDL: Lithografie' Molding | l |
Through Inter-
poser Via (TIV)
| | I B EEEREREDR

Photomask « HBM: Maskenreinigung in der Speicherchip- EEEEE

) Fert
Cleaning (Frontend) erigung

« SolC: Maskenreinigung in der Logikchipfertigung Substrate

Wafer * HBM: Kritische Materialabtragung und
. Endreinigung in der Backend-Fertigung’
Cleaning
1 Mogliche zukiinftige Anwendungsfalle BU Advanced Backend Solutions . BU Photomask Solutions

Co-Packaged
Optics (CPO)

Local Silicon
Interposer (LSI)

&5 sSuUss

Electronic
Integrated
Circuit (EIC)

Photonic
Integrated
Circuit (PIC)
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Effiziente & grune Prozesse | Nachfrage
nach ESG-konformen Anlagen steigt

Null-Emissionswachstum bis 2025, und Erreichen der
Netto-Null-Emissionen entlang der gesamten
Wertschopfungskette bis 2050.

TSMC minimiert kontinuierlich den Ressourcen-
verbrauch an der Quelle, passt die Parameter fur den
Rohstoffverbrauch und technische Lésungen flr
Prozessverbesserungen an und kollaboriert mit
Lieferanten zur Materialoptimierung und -minimierung

Absolute Reduzierung der
betrieblichen Emissionen um 42 %
bis 2030 (ggu. 2020) und Netto-Null-
Emissionen bis 2050. micron

Amkor verpflichtet sich, die absoluten
Treibhausgasemissionen (Scope 1
und 2) bis 2033 um 55 % gegeniiber
2022 zu senken.

Netto-Null-CO2-Emissionen
entlang der Wertschopfungskette

bis 2050.
kaorﬁ
Technology”
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Reduzierung des CO2-FuRabdrucks von Z/\I
Produkten (Cradle to Grave)

Wir arbeiten Hand in Hand mit unseren Kunden, um den CO2-
FuRabdruck uber alle Lebenszyklusphasen hinweg zu reduzieren.

. o
Materialsparende Prozesse K®J
Wir haben Verfahren/Anlagen entwickelt und entwickeln diese weiter,
um den Einsatz schadlicher Materialien zu reduzieren.— z.B.
* Inkjet spart >50% Coating-Material,
» Pellicle Glue Buster reduziert den Verbrauch von Sauren um bis zu
1.000 mal (Maskenreinigung)
Verwendung umweltfreundlicher Materialien /Qég

Wir haben Verfahren/Anlagen entwickelt und entwickeln diese weiter,
um schadliche Materialien zu ersetzen — z.B. bei der Waferreinigung.

» Ersatz schadlicher Losungsmittel auf Erdolbasis durch innovative
Flissigkeiten auf Wasserbasis

« Zersetzung organischer Stoffe durch UV-Licht —
Keine schadlichen Ruckstande bleiben zurtck

Quellen: Unternehmenswebseite und Jahresberichte
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Bedienbarer Markt wird bis 2030
voraussichtlich um ~7 % p.a. wachsen

Bedienbarer, verfugbarer Markt (Umsatz in Mio. €)

CAGR: +7%

+ Wachstum im High-End-Markt f. Maskenreinigung

Mittleres bis hohes einstelliges Wachstum (in % p.a.)
im Markt fur Mid-End-Maskenreinigung

Photomask
Equipment

Photomask Equipment T Markteinstieg mit MEMS, Power & CMOS Image

I (Cleaning, Bake & Develop) Wafer Sensors; Expansion ins Advanced Packaging mit
Photomask Cleanin 300 mm-Tool geplant (Tool-Launch im Jahr 2027)
Wafer Cleaning' Solutions g Speicherchips — Zukunftspotenzial (in MarktgrofRe

unberucksichtigt)
SUSS-Markteintritt 2026 et . . ) )
° Temporares Bonding wird weiter wachsen,

vor allem aufgrund der hohen KI-Nachfrage

Bonding @ Bondmg * Hybrid Bonding mit groBem Wachstumspotenzial,
getrieben durch Logik-/Speicherchips

Advanced
Coatina2 Advanced Packaging treibt Wachstum
oat g B k d
- acken B Coati im Backend-Coating voran
_ Solutions — Loatling « Inkjet bietet Potenzial auBerhalb des klassischen
Imaging J Coatings, Eintritt in die additive Fertigung
Advanced Packaging sorgt fiir Wachstum;
2024 2030 /f.\\ |maging gréliere Chips/Packages unterstltzen Adaption

1 MEMS, Power, CMOS Image Sensors & Advanced Packaging Markt beriicksichtigt; 2 Nur Backend-Coating- von (FU” Field) Projektionsscannern

Markt; Inkjet: Potenzial durch Expansion in additive Fertigung nicht beriicksichtigt | Quelle: SUSS Recherche,
insbesondere basierend auf Yole
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Ambition 2030
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Unsere neuen langfristigen Ambitionen bis 2030 <y suss

€750-900 m
43 — 45(%) sussxrr:;ﬁitgn 2030 20 _ 22%

Bruttomarge

" EBIT-Marge
SUSS Ambition 2030 SUSS Ambition 2030
~ 9 —-13% Umsatzwachstum ‘
p.a. (verglichen mit + ~9%- Punkte EBIT-Margen-
Prognose 2025) Steigerung (verglichen mit
+ ~8%-Punkte Bruttomargen- Prognose 2025)

Steigerung (verglichen mit
Prognose 2025)
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Wachstum auf Basis eines sich stark entwickelnden Portfolios, ¥ SUss
neuer Losungen und eines gestarkten Service-Geschafts

Umsatzentwicklung (in Mio. €)

—( CAGR:9-13% >—1

750 - 900
a6 470 51!
Ist Prognose Aktuelles Neue Service Ambition
2024 2025 Portfolio L&sungen 2030

Aktuelles Portfolio — Hauptwachstumstreiber:

Photomask Equipment
Temporary Bonding

UV-Scanner

#1 im High-End-Segment bleiben und fuhrende
Marktposition auf Mid-End-Bereich ausweiten

FUhrungsrolle behaupten — insbesondere im
Bereich HBM

Erweiterung der Prasenz im Advanced Packaging,
#1-Position bei fuhrender Foundry als Hebel nutzen

Neue Losungen — Hauptwachstumstreiber:

Wafer Cleaning

Hybrid Bonding

Inkjet Coating

Markt fur Wafer Cleaning mit innovativer, kosten-
effizienter und nachhaltiger LOsung betreten

Eintritt in den Advanced Logic and HBM-Markt,
unterstutzt durch exzellenter Technologie

Inkjet-Markt ebnen — mit smarten Losungen fur
Coating und fur die additive Fertigung

Service — Hauptwachstumstreiber:
Umsatzanteil von 18 auf 25 % steigern, indem Service zu einem
strategischen Treiber fur die Geschaftsentwicklung wird

SUSS MicroTec SE / SdK-Unternehmensprasentation 20.11.2025
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Wachstumskurs gestiitzt durch Kl-getriebenen Marktaufschwung und & SUSS

kontinuierliche Expansion in neue Segmente

Wachstumstreiber Einfluss auf Wachstum

Markt-
Wachstum

s SUSS TR Eintritt in
Umsatz neue Markte!
2025 - 2030 —

Erhohung der

) Moderat ®
Marktanteile
9 -13%

Umsatzwachstum
pro Jahr Mittel @

1) Wafer Cleaning & Hybrid Bonding
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Ausgewogene Margenverbesserung durch das bestehende Portfolio,

durch neue Losungen und durch das Service-Geschaft

Entwicklung der Bruttomarge (in %)

4( ~ + 8%-Punkte ) l

43 - 45%
--
Ist Prognose Aktuelles Neue Service Ambition
2024 2025 Portfolio Losungen'’ 2030

1) Wafer Cleaning, Hybrid Bonding & Inkjet

Aktuelles (und sich weiterentwickelndes) Portfolio:

* Neue, modulare und standardisierte Produktgenerationen (z.B.
neuer Mask Cleaner, UV-Scanner und Mask Aligner)

» Optimiertes Produktionsnetzwerk und weiter verbesserte
Kapazitatsauslastung

&5 SuUss

Neue Losungen:

Neue Produkte mit hdheren Margen (verglichen mit dem aktuellen
Portfolio) aufgrund eines neuen Anlagendesigns (Ausnahme: Hybrid-
Bonder, bei dem das Die-Bonding-Modul extern bezogen wird)

Service:

Verbesserung der Marge durch strategischeres Management der
installierten Basis und fokussiertes Service-Produktportfolio

SUSS MicroTec SE / SdK-Unternehmensprasentation 20.11.2025
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EBIT-Marge profitiert von einem hoheren Geschaftsvolumen —

&5 sSuUss

gleichzeitig steigende F&E-Ausgaben und sinkende Vertriebs- und

Verwaltungskosten erwartet

So wollen wir die angestrebte EBIT-Marge von 20 bis 22 % erreichen

Steigerung des

Umsatz

Das Bruttoergebnis vom
Umsatz konnte sich von 2024
bis 2030 verdoppeln,
unterstutzt durch ein groRReres
Geschaftsvolumen mit
verbesserter Profitabilitat.

2030A"

1 Berechnungsgrundlage: Mittelwert
des fiir 2030 angestrebten Umsatzes

Bruttoergebnisses vom

SUSS MicroTec SE / SdK-Unternehmensprasentation 20.11.2025

~11-12%

Reduzierte Vertriebs-
und Verwaltungskosten-
quote prognostiziert

+ R&D-Ausgabenquote soll
steigen, um das
Umsatzwachstum zu
unterstitzen

* Vertriebs- und Verwaltungs-
kostenquote soll sich um
~ 2 bis 3 %-Punkte
reduzieren, indem die
Aufwendungen langsamer
steigen als der Umsatz

. F&E-Ausgabenquote

Vertriebs- und Verwaltungskostenquote

26



Wir haben fur die Jahre 2021 bis 2024 Dividenden i

Hohe von 16,4 Millionen Euro ausgeschuttet

Dividendenausschuttung

2021 - 2024
(in € je Aktie; Auszahlung im Folgejahr)

0.30

2 2
0.16 0.20 0.20

0

2020 2021 2022 2023 2024

SUSS hat im Marz 2022 die erste
Dividendenpolitik verabschiedet; erste
Ausschuttung somit fur das GJ 2021.

Dividenenauszahlung gesamt

2021 - 2024
(in Mio. €; Auszahlung im Folgejahr)

5.7

3.8 3.8
3.1

0

2020 2021 2022 2023 2024

Die Gesamtdividendenzahlungen flr die
Geschaftsjahre 2021 bis 2024 beliefen
sich auf 16,4 Millionen Euro.

SUSS MicroTec SE / SdK-Unternehmensprasentation 20.11.2025

Dividendenpolitik

* Unsere Aktionare sollen durch
zuverlassige und angemessene

Ausschuttungen am Erfolg des
Unternehmens teilhaben.

Gleichzeitig soll das Unternehmen
uber ausreichende Finanzmittel fur das
operative Geschaft und strategische
Investitionen verfugen und eine
angemessene Eigenkapitalquote
aufrechterhalten.

Dividendenrichtwert:
20 bis 40 % des konsolidierten
Free Cashflows




Unser Ziel ist

Umsatz

es, SUSS bis
2030 auf ein
neues
finanzielles
Niveau zu
fuhren.

Umsatzwachstum

Bruttomarge (in %)

Vertriebs-/Verwaltungskosten

F&E-Aufwendungen
EBIT-Marge (in %)
Free Cashflow
ROCE

Investitionen

Steuerquote

GJ 2024

446,1 Mio. €
46,6% (ggu. 2023)
40%

13,8% (vom Umsatz)
9%

16,8%

25,3 Mio. €
36,8%

7,6 Mio. €

33,1%

&5 sSuUss

GJ 2030A

750 - 900 Mio. €

9-13%
(CAGR 2025 — 2030A")

43 - 45%
~11 - 12% (vom Umsatz)
~11%
20 -22%
~ 90 Mio. €

39 - 41%

~ 22 Mio. €
(Durchschnitt p.a. 2026 — 2030)

~28%?2

" Durchschnittliches jahrliches Wachstum ist berechnet auf Basis von 490 Mio. € im Jahr 2025; 2 Die interne Planungsannahme fiir den Steuersatz betragt in der Regel ~ 28 %.

SUSS MicroTec SE / SdK-Unternehmensprasentation 20.11.2025

28



&5 SuUss

ob

O
P

Zeit fur lhre Fragen
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Rechtlicher Hinweis

Diese Prasentation enthalt zukunftsgerichtete Aussagen
uber das Geschaft, die finanzielle Entwicklung und die
Ergebnisse der SUSS MicroTec SE und ihrer
Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Planen,
Schatzungen, Prognosen und Erwartungen und unterliegen
daher Risiken und Unsicherheiten, die grofdtenteils schwer
einzuschatzen sind und im Allgemeinen auf3erhalb der
Kontrolle der SUSS MicroTec SE liegen. Folglich kdnnen die
tatsachlichen Entwicklungen sowie die tatsachlichen
Ergebnisse und Leistungen erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrucklich oder implizit
angenommenen abweichen.

Die SUSS MicroTec SE beabsichtigt nicht und tUbernimmt
keine Verpflichtung, Aktualisierungen dieser
zukunftsgerichteten Aussagen zu veroffentlichen.

SUSS MicroTec SE / SdK-Unternehmensprasentation 20.11.2025



4y SUSS

Vielen Dank

Growing Innovation

Sven Kopsel
VP Investor Relations & Communications

Tel.: +49 89 32007-151
E-Mail: sven.koepsel@suss.com

Florian Mangold

Manager Investor Relations

Tel.: +49 89 32007-306
E-Mail: florian.mangold@suss.com
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